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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing light-conductive LED bodies from a free-flowing material by feeding 
the latter into a mould. According to said method, if the distance between the electrode plane and the feed point is greater than 35 
% of the distance between the feed point and the side of the mould lying opposite said point, the volumetric flow of a free-flowing 
material is reduced by at least one cross-sectional restriction, above the feed point and below the chip plane on the side of the mould 
comprising the feed point. If, on the other hand, said former distance is less than or equal to 35 % of the latter distance, the reduction 
takes place on the side of the mould lying opposite the feed point. The invention provides a method for producing light-conductive 
LED bodies, in which the LED electronics remain undamaged by the conventional effects of the feed process. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite J 



2004/027883 Al 111 III INI A 



DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, 
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, 
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

VeroffentUcht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes and der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammcnfassung: Verfahren zum Herstellen von lichtleitenden LED-K6rpern, aus einem flieBfahigen Werkstoff durch Ein- 
bringen in eine Form. Hierbei wind der Volumenstrom eines flieBfahigen Werkstoffes bei einer Entfernung der Elektrodenebene von 
der Einbringstelle, die grSBer ist als 35% des Abstandes zwischen der Einbringstelle und der der Einbringstelle gegenlibergelegenen 
Formseite der Formoberhalb der Einbringstelle und unterhalb der Chipebene auf der Formseite der Einbringstelle durch mindestens 
eine Querschnittsverengung gedrosselt wird, wahrend - bei einer Entfernung, die kleiner oder gleich 35% dieses Abstandes ist - die 
Drosselung auf der der Einbringstelle gegeniiber gelegenen Formseite erfolgt. Mit der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren 
zum Herstellen von lichtleitenden LED-Kdrpern entwickelt, bei dem bei ublichen Leistungen des Einbringvorganges die LED-Elek- 
tronik nicht beschadigt wird. 
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Verfahren zum Herstellen von LED-Kdrpern 



mit Hilfe einor Querschnittverengung 



10 Beschreibung: 

Verfahren zum Herstellen von lichtleitenden LED-K6rpern, aus ei- 
nem vor' dem endgultigen Erstarren f lielif ahigen Werkstoff durch 
Einbringen in eine Form, wobei der einzelne LED-K6rper mindes- 

15 tens einen lichtemittierenden Chip und mindestens zwei - mit dem 
Chip elektrisch verbundene - Elektroden umfasst und wobei der 
flieflfahige Werkstoff zwischen einem Bodenbereich der Form und 
dem Chip zumindest annahernd parallel zur Chipebene und zumin- 
dest annahernd normal zu einer von zwei Elektroden gebildeten 

20 Ebene zwischen die Elektroden eingespritzt wird. 

Aus der DE 101 59 522 ist ein derartiges Verfahren zur Her- 
stellung von Leuchtdioden bekannt. Bei der herzustellenden 

25 Leuchtdiode handelt es sich urn eine Radial-LED, deren Form durch 
radiales Einspritzen von f lielif ahigem Werkstoff gefiillt wird. 
Der Werkstoff wird unterhalb des Chips normal zu einer von den 
Elektroden auf gespannten Flache eingespritzt. Bei diesem Verfah- 
ren umstromt der die Form fiillende Werkstoff von unten her den 

30 Chip und den dariiber angeordneten Bonddraht. Durch dieses Ver- 
fahren wird der Bonddraht soweit geschiitzt, dass er durch den 
einstromenden Werkstoff nicht mehr abgerissen wird. Allerdings 
kommt es haufig vor, dass sich - gesehen aus der Richtung der 
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Werkstoffeinspritzung - vor oder hinter den Elektroden der in 
die Form eingebrachte Werkstoff einseitig aufstaut. Dadurch kann 
die den Chip vorwiegend einseitig anstromende Fliefifront den 
Bonddraht so stark zur Seite driicken, dass dieser in Kontakt mit 
5 der Kathode gelangt. Bei einem spateren Bestromen der Leucht- 
diode fallt dann das Bauteil durch Kurzschluss aus. 



10 Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Problemstellung zu- 
grunde, ein Verfahren zum Herstellen von lichtleitenden LED-K6r- 
pern zu entwickeln, bei dem bei liblichen Leistungen der bekann- 
ten Spritz- oder Giefivorgange die LED-Elektronik nicht beein- 
trachtigt wird. 



Diese Problemstellung wird mit den Merkmalen des Hauptanspruches 
gelost. Dazu wird der Volumenstrom eines fliefifahigen Werkstof- 

20 fes bei einer Entfernung der Elektrodenebene von der Einbring- 
stelle, die groiier ist als 30% des Abstandes zwischen der Ein- 
bringstelle und der der Einbringstelle gegenubergelegenen Form- 
seite der Form - oberhalb der Einbringstelle und unterhalb der 
Chipebene auf der Formseite der Einbringstelle durch mindestens 

25 eine Querschnittsverengung gedrosselt wird, wahrend - bei einer 
Entfernung, die kleiner oder gleich 30% dieses Abstandes ist - 
die Drosselung auf der der Einbringstelle gegeniiber gelegenen 
Formseite erfolgt. 

30 

Mit diesem Verfahren zur Herstellung einer Lumineszenzdiode wird 
durch eine bestimmte Vorgabe des Einbringortes und der Ein- 
bringrichtung in Verbindung mit einer vorgegebenen Drosselung 
des Werkstoffvolumenstroms an einem definierten Ort eine Ein- 
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strembedingung geschaffen, die ein kontrolliertes, gleichformi- 
ges Fulleri der Form ohne jede Beschadigung der LED-Elektronik 
zulasst, Zur Drosselung wird im einzelnen Formhohlraum gegenuber 
dem Elektrodenzaun ein Formelement angeordnet, das den Stro- 
mungsquerschnitt zwischen der Vorderkante des Formelements und 
dem Chip verengt. Die geometrische Abmessung des Formelements 
und dessen dem Volumenstrom zugewandte Oberf lachenstruktur wird 
je nach Kunststof f art ggf. speziell ausgew^hlt. Dies ist bei der 
Verwendung von austauschbaren, das Formelement tragenden Dros- 
selschiebern einfach zu handhaben. 

Durch das Formelement wird der einf liefcende Werkstoff zumindest 
einseitig derart gedrosselt, dass die von unten an den Chip 
beidseits der Elektroden heranwandernden Fliefifronten nahezu 
zeitgleich den Chip und den Bonddraht kontaktieren und umflie- 
fien. Das nahezu zeitgleiche Umhiillen des Bonddrahtes stabili- 
siert den Bonddraht in seiner konstruktiv vorgeplanten Lage. 

Das Verfahren ist auch auf Lumineszenzdioden mit mehreren Chips 
und Elektroden anwendbar. 



Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den Unteran- 
sprtichen und der nachf olgenden Beschreibung von mehreren schema- 
tisch dargestellten Ausf Uhrungsbeispielen, 

Figur 1: LED-Form mit Querschnittsverengung iiber der 

Einspritzstelle; 
Figur 2: LED-Form mit Querschnittsverengung gegenuber der 

Einspritzstelle 
Figur 3: Seitenansicht einer LED in einer Form mit einem 

eingefahrenen Formelement schieber; 
Figur 4: Vorderansicht zur LED aus Figur 3; 
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Figur 5: Draufsicht auf einen LED-Fertigungsverbund neben 
Spritzdiisen; 

Figur 6: Unteransicht der LED aus Figur 1 mit mehreren 

Trennf ugenverlauf en . 
5 Figur 7 : Seitenansicht einer LED in einer Form mit 

ausgefahrenem Formelementschieber; 
Figur 8: Draufsicht zu Figur 7 groflteils ohne Form, 

10 Die Figuren 3 bis 6 zeigen eine LED (10) , deren lichtleitender 
Korper (20) beispielsweise spritzgusstechnisch in einem Spritz- 
schritt hergestellt wird. 

Die dargestellte LED (10) hat hierbei einen theoretisch in zwei 
15 Zonen (21, 41) aufgeteilten LED-Korper (20), vgl. Figur 4. Die 
untere Zone (41) des Korpers (20) ist eine sog. Elektronik- 
schutzzone, wahrend die obere Zone (21) als Lichtleitzone be- 
zeichnet wird. Beide Zonen sind durch eine fiktive Trenn- 
fuge (39) voneinander getrennt. Die Trennf uge (39) ist punktiert 
20 nur in Figur 4 dargestellt. 

Die Elektronikschutzzone (41) umgibt in der Regel die in einer 
Ebene (19) liegenden elektrischen Anschlusse (1, 4), den licht- 
emittierenden Chip (6), einen Bonddraht (2) und eine Reflektor- 

25 wanne (5) . Letztere ist z.B. Teil der Kathode (4) . In der Re- 
flektorwanne (5) sitzt der Chip (6). Der Chip (6) kontaktiert 
uber den Bonddraht (2) die Anode (1). Der Bonddraht (2) liegt 
dabei vorzugsweise in einer Ebene (19), die von den Mittellinien 
der Elektroden (1, 4) aufgespannt wird. Die oberhalb des Chips 

30 liegende Lichtleitzone (21) transportiert das vom Chip (6) emit- 



tierte Licht moglichst verlustfrei zur Auftenflache (14, 15) der 
LED (10) . 
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Der LED-K6rper (20) des Ausf uhrungsbeispiels besteht beziiglich 
seiner raumlichen Gestaltung aus drei aneinandergesetzten Geo- 
metriekorpern (11, 14, 15) . Der untere Geometriekorper (11) ist 
zumindest annahernd ein gerader Zylinder mit zwei zumindest an- 
5 nahernd parallelen Stirnflachen und z.B. zwei ebenen Abflachun- 
gen (12, 13). Die Abflachungen (12, 13) sind parallel zur LED- 
Langsachse (18) und schliefien untereinander einen rechten Winkel 
ein. Eine Abflachung (12) ist parallel zur - durch die Mittel- 
linien der Elektroden (1, 4) gebildeten - Elektrodenebene (19). 

10 Die untere Stirnflache bildet den sog. Bodenbereich (42) . An die 
obere Stirnflache schliefit sich ein gerader Kegelstumpf (14) an, 
der sich vom Zylinder (11) weg verjiingt. Auf dem Kegel- 
stumpf (14) sitzt als dritter Geometriekorper eine Kalotte (15) . 
Im LED-Langsschnitt befindet sich zwischen der Kalotte (15) und 

15 dem Kegelstumpf (14) beispielsweise ein tangentialer Ubergang. 

Der grofiere Stirnf lachendurchmesser des Kegelstumpf es (14) misst 
im Ausftihrungsbeispiel ca. 5 mm. Er wird als Basisgrdfte bezeich- 
net. Die Verjungung des Kegelstumpf es (14) betrSgt z.B. 20% der 
20 BasisgroBe. Die Gesamthohe der LED (10) entspricht ca. 180% der 
Basisgroiie. Die Hohe des Zylinders (11), der als f lanschartiger 
Kragen beziiglich seines Radius iiber den Kegelstumpf urn ca. 10% 
der Basisgrofte ubersteht, bemisst ca. 30% der Basisgroiie. Die 
Tiefe der Abflachungen (12, 13) betragt ca. 8% der Basisgroiie. 

25 

Der oberhalb des Chips (6) liegende Bereich des Kegelstump- 
fes (14) und die Kalotte (15) bilden die Hauptlichtaustritts- 
flache. 

30 Fur die LED-Fertigung sind die Elektroden (1, 4) Teil eines 

i.d.R. ebenen, gestanzten, sog. Elektrodenzauns (80). Innerhalb 
dieses Zauns sind die Elektroden (1, 4) durchgehend iiber 
Stege (81) miteinander verbunden. Ein Zaun (80) beinhaltet bei- 
spielsweise 32 Elektroden ftir 16 LEDs (10) . Der minimale Abstand 



der nebeneinander im Zaun (80) integrierten LEDs (10) betrSgt 
mindestens 10% des maximalen Durchmessers bzw. der maximalen 
Breite der einzelnen LED (10) in der Elektroden- bzw. Zaun- 
ebene (19) . Im Ausfiihrungsbeispiel betragt der Abstand der Mit- 
5 tellinien (18) zweier benachbarter Lumineszenzdioden (10) ca. 
150% der BasisgroiJe. 



Fttr das Sprit zgieJien der LEDs (10) wird eine mehrteilige 

Form (61-63) verwendet, die zusammen mit der Spritzduse (71) die 

10 Gestalt der Lumineszenzdiode (10) vorgibt. Der grSfite Teil der 
zu fertigenden Diode (10) wird von einer Schlittenf orm (62) um- 
fasst. Letztere formt beispielsweise eine nahtlose Hauptlicht- 
austrittsf lache und den Teil der Umf angsf lachen der Elektronik- 
schutzzone (41), die einer benachbarten Basisforiti (61) abgewandt * 

15 ist. Der Bodenbereich (42) und die restlichen Umf angsf lachen der 
LED (10) werden mit Ausnahme eines Saugkanals (66) und der 
Spritzdiisenanlage durch die Basisform (61) und eine Hubform (63) 
verschlossen, wobei z.B. in der Basisform (61) nach den Figu- 
ren 3-8 ein Drosselschieber (31) integriert ist. 

20 

Die Basisform (61) ist z.B. eines der Grundelemente des Sprit z- 
gieflwerkzeuges . Sie ist hier auf dem ortsfesten Teil des Werk- 
zeuges befestigt und wird beim Entformen nicht bewegt. Sie weist 
eine Aussparung (73) auf, in die die Spritzduse (71) abdichtend 
25 hineinragt. 



In der Basisfrom (61) ist nach den Figuren 3-8 fur jeden Form- 
hohlraum (60) ein Drosselschieber (31) in einen hier rechtecki- 
gen Kanal (91) eingesetzt. Die Drosselschieber (31) sind z.B. in 
30 ihren ruckwartigen Bereichen iiber Stege miteinander verbunden, 
vgl. Figuren 5 und 8. Die Bewegungsrichtung der Drosselschie- 
ber (31) ist beispielsweise parallel zum Bodenbereich (42) der 
LED (10) und normal zum Elektrodenzaun (80) orientiert. Im Bezug 
auf die Lumineszenzdiode (10) befindet sich die Oberseite des 
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jeweiligen freien Endes eines Drosselschiebers (31) auf oder 
knapp unterhalb der Chipebene (7) . 

Je nach den Platzverhaltnissen in der Form (61-63) kann der 
5 Drosselschieber (31) mit der Elektrodenzaunebene (19) auch einen 
Winkel von 5 bis 45° einschliefien. Ggf . kann der Drosselschie- 
ber (31) auch durch eine Schwenk- oder Schraubbewegung innerhalb 
der Form (61-63) bewegt werden. 

10 Das in den Hohlraum (60) hineinragende Ende des Drosselschie- 
bers (31) wird als Formelement (32) bezeichnet. Seine, der LED- 
Mittellinie (18) zugewandte Stirnf lache, ist z.B. eine gekriimmte 
Raumf lache (33) , die genau der Schnittf lache entspricht, die bei 
einem rSumlichen Schnitt zwischen dem Kegelstumpf (14) und dem 

15 Kanal (91) entsteht, d.h. die Kriimmung entspricht der des Kegel- 
mantels der Auftenflache (14). Das Formelement (32) hat in der 
Zeichnungsebene von Figur 3 - also im Langsschnitt - einen tra- 
pezformigen Querschnitt. Die Scherung des Trapezquerschnittes 
gegenuber der LED-Mittellinie (18) entspricht hier dem Kegel- 

20 stumpf winkel des Kegelstumpf es (14). In der horizontalen Drauf- 
sicht, vgl. Figur 5 unten, ist die Oberf lache des in den Hohl- 
raum (60) hineinstehenden Formelement s (32) schraffiert darge- 
stellt. Die zur LED-Mittellinie (18) hin orientierte gekrtimmte 
Umrandung dieser Flache (34) stellt als Kreisbogenabschnitt die 

25 Oberkante (36) dar. 

Diese Oberkante (36) , die gleichzeitig die Vorderkante des Form- 
elements (26, 28 32) ist, kann jede beliebige, auch nicht ebene 
Kriimmung einnehmen. Sie ist zusatzlich mit einer in den Volumen- 
30 strom hineinragenden stromungsbeeinf lussenden Struktur ausstatt- 
bar. Die Struktur kann eine Riffelung, ein Wellenprof il, eine 
Noppenstruktur oder dergleichen sein. 
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Im Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 und 7 grenzt der Drossel- 
schieber (31) bereichsweise an der Schlittenform (62) an. 

In Figur 1 ragt anstelle des Drosselschiebers (31) in den Hohl- 
5 raum (60) ein Vorsprung (26) hinein. Der Vorsprung (26) ist Teil 
der Basisform (61) . Die Langsschnittkontur (35) dieses Vor- 
sprungs bzw. Formelements schliefit mit der LED-Mittellinie (18) 
z.B. einen 24°-Winkel ein. 

io Nach Figur 3 ist gegeniiber der Basisform (61) die Hubform (63) 
angeordnet. Letztere wird nach dieser Darstellung zum Entforinen 
nach rechts von der Basisform (61) wegbewegt. Bei geschlossener 
Form (61-63) beruhren sich die Formteile (61) und (63) in einer 
in Figur 6 dargestellten Trennfuge (65) . Die Trennfuge (65) 

15 teilt sich im Bereich zwischen den Elektroden (1, 4) zur Aus- 

formung einer Offnung (67) . Die Offnung (67) ist eine den Boden- 
bereich (42) beruhrende Kante des Saugkanals (66), vgl. Figur 3. 
Der Saugkanal (66) ist gegeniiber der Elektrodenebene (19) urn 
mehrere Zehntelmillimeter - von der Sprit zdiise (71) weg - ver- 

20 setzt. 

In der Hubform (63) ist ein Niederhalter (69) angeordnet. Der 
Niederhalter (69) ist verschiebbar - z.B. in Richtung des Off- 
nungshubs der Form - dort gelagert. Er klemmt den Elektroden- 
25 zaun (80) gegen die Basisform (61). 

An der durch die Formteile (61, 63) gebildeten Ebene, an der der 
spatere Bodenbereich (42) der LED (10) anliegt, und an die - die 
Sprit zdiise (71) umgebende - Kontur der Basisform (61) schliefit 
30 sich die Schlittenform (62) an. Zwischen der Schlittenform (62) 
und der Basisform (61) liegt eine raumlich abgestufte Trenn- 
fuge (64) . 
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Die Schlittenform (62), die den groJiten Teil der kunftigen LED- 
Oberflache umgibt, ist durch mindestens einen Temperierka- 
nal (68) durchzogen, um die Form und die sie umgebenden anderen 
Werkzeugteile z.B. mittels Wasser oder 61 bei beispielsweise 40- 
5 160 °C zu temperieren. In der Figur 3 ist die Schlittenform (62) 
nur beispielhaft aus einem Teil dargestellt. Ftir den Fall, dass 
das diodenformgebende Teil innerhalb der Schlittenform (62) in 
einem separaten SchlittentrSger sitzt, kann auch letzterer mit 
dem Temperierkanal ausgestattet sein. Nach Figur 2 tragt ggf • 
10 die Schlittenform (62) einen Vorsprung (28) . Auch seine 
Oberkante liegt auf oder unterhalb der Chipebene (7) . 



Zur Vorbereitung des Sprit zgieliens ist die Form (61-63) ge5ff- 

15 net. Dazu sind die Formteile (63, 69), gemMB Figur 3, nach 

rechts abgezogen. Die Schlittenform (62) ist mittels einer nicht 
dargestellten Fiihrung - unter einem Winkel von beispielsweise 
25° gegenuber der Spritzdusenmittellinie (75) - schrag nach 
rechts oben zur Seite gefahren. Der mit den Chips (6) und den 

20 entsprechenden Bonddrahten (2) ausgestattete Elektrodenzaun (80) 
wird eingelegt und uber nicht dargestellte Indexstifte an der 
Basisform zentriert. Zum Schliefien der Form (61-63) fahrt die 
Hubform (63) auf die Basisform (61) zu. Der in ihr gelagerte 
Niederhalter (69) fahrt solange in SchlieBrichtung weiter, bis 

25 der Elektrodenzaun (80) auf der Basisform (61) festgeklemmt ist. 
Beispielsweise zeitgleich bewegt sich die Schlittenform (62) auf 
die Formen (61) und (63) zu. Der Drosselschieber (31) ist nun 
soweit in den Hohlraum (60) eingeschoben, dass die in Figur 5 
gestrichelt dargestellte Querschnittsf lache (30) der engsten 

30 Stelle zwischen dem Elektrodenzaun (80) ihr Minimum erreicht 

hat. Die Querschnittsverringerung kann hierbei 20 - 80% des ur- 
spriinglichen Querschnitts betragen. 
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l)ber den Saugkanal (66) und z.B. iiber den Spalt zwischen der 
Hubform (63) und dem Niederhalter (69) wird der mit f liefif ahigem 
Werkstoff auszuspritzende Hohlraum der Form (61-63) evakuiert. 
Das Vakuum wird wShrend des gesamten SpritzgieJJprozesses auf- 
5 rechterhalten. 



Unmittelbar nach dem Evakuieren wird der heifie, flielifahige 
Werkstoff (8) oder (9) uber die jeweilige Spritzduse (71) , z.B. 
eine sog. Torpedodiise f in den entsprechenden Hohlraum der 

10 Form (61-63) eingebracht. Die Mittellinie (75) der Spritz- 

dtise (71) und des aus ihr austretenden Strahls ist hierbei nor- 
mal zur Elektrodenebene (19) ausgerichtet . Sie liegt zwischen 
dem Bodenbereich (42) und dem untersten Punkt der Reflektor- 
wanne (5) . Im Ausfuhrungsbeispiel befindet sich die Mittel- 

15 linie (75) auf der halben Hohe des Zylinders (11) . Dabei ver- 
lauft sie mittig zwischen den Elektroden (1, 4), vgl. Figur 5 
und 8 . 



Wahrend des Spritzgieflvorganges schieAt nach Figur 2 der fliis- 
20 sige Kunststoff (8), beispielsweise ein sprit zfahiger trans- 

parenter, ggf. eingefarbter Thermoplast, wie modif iziertes Poly- 
methylmethacrylimid (PMMI) f mit einem Druck von 700 ± 300 bar in 
die evakuierte, temperierte Form (61-63) ein. Die Einstrom- 
geschwindigkeit betragt beispielsweise 0,2 bis 10 Millimeter pro 
25 Sekunde. Der Strahl passiert die zur Einbringstelle (70) hin - 
.urn eine aus der Differenz aus dem lichten Abstand (86) und der 
Entfernung (85) errechneten Strecke - versetzten Elektroden (1, 
4) mittig und teilt sich an der der Einbringstelle (70) gegen- 
tiberliegenden Wandung der Form (62) auf. Hierbei verliert der 
30 Strahl soviel Energie, dass der einstromende Kunststoff beim 
Auf fullen des Hohlraumes, vgl. Figur 1, vor und hinter der 
Elektrodenebene (19) von unten nach oben flieflt. Die durch den 
Vorsprung (28) erzeugte Drosselung des Volumenstroms erzwingt 
vor und hinter dem Elektrodenzaun (80) ein annahernd gleichfGr- 
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miges nach oben Wandern der Flielifront (92-95) . Zwischen den Po- 
sitionen (94) und (95) der Flielifront erreicht der schnelle 
flieiiende Werkstoff (8) den Bonddraht (2) vor und hinter den 
Elektrodenzaun (80) zeitgleich und mit einer FlieiJrichtung die 
5 parallel zur LED-Mittellinie (18) veriauft. Der Bonddraht (2) 
wird umstromt ohne seine vorgeschriebene Position zu verandern. 
Der Bonddraht (2) wird weder zu Seite gedriickt noch abreiBen. 



Wird der Werkstoff (8) oder (9) in eine Form eingebracht, in der 
10 die Elektroden (1, 4) bzw. die Elektrodenebene (19) von der Ein- 
bringstelle weiter entfernt sind bzw. ist als 35% des zwischen 
den Formseiten (78) und (79) gelegenen Abstandes (86), z.B. bei 
mittiger Lage innerhalb der Form (61-63), werden zur Drosselung 
des Volumenstroms Formelemente (26, 32) benutzt, die direkt 
is oberhalb der Einbringstelle (70) liegen, vgl. Figur 1, 3 und 7. 
Hier staut sich der Werkstoff (8, 9) vor dem Elektrodenzaun (80) 
und schiebt sich dort - ohne ein entsprechendes Formelement (26, 
28) - schneller nach oben als hinter dem Zaun (80) - Bei der Ver- 
wendung der Formelemente (26, 32) schiebt sich der jeweilige 
20 Werkstoff (8, 9) zumindest im Bereich des Bonddrahtes (2) nahezu 
zeitgleich am Chip (6) vorbei. Auch bei dieser Chipumstromung 
wird die optimale Lage des Bonddrahtes (2) nicht verandert. 



Bei der Vorrichtung nach den Figuren 3-8 wird nach dem vollstan- 
25 digen Vorbefullen der Form der Werkstoff druck auf rechterhalten 
und der Drosselschieber (31) bis an die Aufienkontur (14) der 
LED (10) zuruckgezogen. Dadurch fiillt sich der vom Drosselschie- 
ber (31) freigegebene Raum. 

30 Nach dem Spritzgieften und dem Entformen werden in einem Verein- 
zelungsvorgang die Stege (81) zwischen den Lumineszenzdio- 
den (10) und den Elektroden (1, 4) der einzelnen LEDs (10) z.B, 
durch Stanzen entfernt- 
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Bezugszeichenliste : 



1 

2 

5 4 
5 
6 
7 
8 

10 9 



10 
11 

15 12, 13 
14 
15 
16 

20 18 

19 



20 

25 21 
22 
23 
24 
25 

30 26 



Anschluss, Anode, Elektrode 
Bonddraht , Aludraht 
Anschluss, Kathode, Elektrode 
Ref lektorwanne 
Chip 

Chipebene 

Werkstof f , Thermoplast 
Werkstoff, Duroplast, Epoxidharz 

LED, Lumineszenzdiode, Diode 
Zylinder, f lanschartiger Kragen 
Abflachungen 
Kegelstumpf, Auiienkontur 
Kalotte 

Abdruck der Spritzgieftdlise 

LED-Mittellinien, LED-L&ngsachsen 
Elektrodenebene, Zaunebene 

LED-K6rper 
Lichtleitkorper 

1. FlieJifront zu (26) 

2. Fliefifront zu (26) 

3. FlieJifront zu (26) 

4. FlieJifront zu (26) 
Vorsprung, Formelement an (61) 



28 



Vorsprung, Formelement an (63) 
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30 

31 
5 32 
33 
34 
35 
36 

10 

38 
39 



15 41 
42 



60 

20 61 
62 
63 
64 
65 

25 66 
67 
68 
69 



70 
71 
72 
73 



Querschnittsverengung, Drosselstelle, 

Querschnittsflclche 

Schieber, Drosselschieber 

Formelement 

Raumf l&che, gekriinunt 

Formelement fiache, die in (60) hineinragt 

Kontur, Langsschnittkontur 

Oberkante 

Trennfuge zwischen (61) und (31) 
Trennfuge, fiktiv zwischen (21) und (41) 

Elektronikschutzzone 
Bodenbereich 

Formhohlraum 
Basisf orm 
Schlittenform 
Hub form 

Trennfuge zwischen (61) und (62) 

Trennfuge zwischen (61) und (63) 

Saugkanal 

Of fnung 

Temperierkanal 

Niederhalter 

Einbringstelle fur Werkstoff (8, 9) 
Sprit zdttsen, Torpedodusen, Heiflkanaldusen 
Heizpatronen 
Aussparung in (61) 
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75 Mittellinien der Spritzdiisen 

78 Formseite, auf der die Spritzdttse (71) liegt 

79 Formseite gegeniiber der Spritzdiise (71) 

5 

80 Elektrodenzaun (Leadframe-Streif en) , eben 

81 Stege, obere 

10 85 Entfernung zwischen (70) und (81) 

86 Abstand zwischen (70) und (79) im Bereich des 
Kragens (11) 



15 91 Kanal 

92 1. Fliefifront zu (28) 

93 2. Flieflfront zu (28) 

94 3. FlieJifront zu (28) 

95 4. Fliefcfront zu (28) 



20 
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Patentanspruche : 

1. Verfahren zum Herstellen von lichtleitenden LED-Korpern (20) , 
aus einem vor dem endgiiltigen Erstarren f lielif ahigen Werkstoff 

10 durch Einbringen in eine Form (61-63), wobei der einzelne LED- 
Korper (20) mindestens einen lichtemittierenden Chip (6) und 
mindestens zwei - mit dem Chip (6) elektrisch verbundene - 
Elektroden (1, 4) umfasst und wobei der fliefifahige Werkstoff 
zwischen einem Bodenbereich (42) der Form (61-63) und dem 

15 Chip (6) zumindest annahernd parallel zur Chipebene (7) und 

zumindest annahernd normal zu einer von zwei Elektroden (1, 4) 
gebildeten Ebene (19) zwischen die Elektroden (1, 4) einge- 
spritzt wird, dadurch gekennzeichnet , 

- dass der Volumenstrom eines flieftfahigen Werkstoffes (8, 9) - 
20 bei einer Entfernung (85) der Elektrodenebene (19) von der 

Einbringstelle (70), die grower ist als 35% des Abstandes (86) 
zwischen der Einbringstelle (70) und der der Einbring- 
stelle (70) gegenuber gelegenen Formseite (79) der Form (61- 
63) - oberhalb der Einbringstelle (70) und unterhalb der Chip- 
25 ebene (7) auf der Formseite (78) der Einbringstelle (70) durch 
mindestens eine Querschnittsverengung (30) gedrosselt wird, 
wahrend - bei einer Entfernung (85), die kleiner oder gleich 
35% des Abstandes (86) ist - die Drosseluhg auf der der Ein- 
bringstelle (70) gegenuber gelegenen Formseite (79) erfolgt. 



2. Herstellverfahren gemafi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Querschnittsverengung (30) durch mindestens ein in den 
Hohlraum (60) der Form (61-63) hineinragendes Formelement (26 , 
35 28, 32) erzeugt wird. 



30 
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3. Herstellverfahren gem^Ji Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Formelement (32) Teil eines Schiebers (31) ist, der vor 

5 dem Binbringen des f lieiif ahigen Werkstoffs (8, 9) in den Hohl- 
raum (60) der Form (61-63) hineinbewegt wird. 

4. Herstellverfahren gemSIi Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 

10 dass nach einem Vorbefullen der durch das Formelement (32) volu- 
metrisch verkleinerten Form der Schieber (31) zur endgiiltigen 
Befullung der Form (61-63) mit der der LED-Mittellinie (18) zu- 
gewandten Raumflache (33) des Formelements (32) zumindest par- 
tiell an oder hinter die dortige AuBenkontur (14) der Lumines- 

15 zenzdiode (10) zuruckbewegt wird. 

5. Herstellverfahren gemaft Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , 
dass der vor dem Einbringen des flieftfahigen Werkstoffs (8, 9) 

20 eingeschobene Schieber (31) wahrende des Einbringens kontinuier- 
lich - liber den gesamten Befullvorgang - zuruckbewegt wird. 

6. Vorrichtung zu dem Herstellungsverf ahren gemaB Anspruch 2, 
25 dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsverengung (30) 

durch ein - im Langsschnitt der Lumineszenzdiode (10) gesehenes 
- keilartig in die Form hineinragendes Formelement (26, 28, 32) 
erzeugt wird. 

30 

7. Vorrichtung zu dem Herstellungsverf ahren gemafi Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die im Langsschnitt dargestellte 
Kontur (35) der der LED-Mittellinie (18) zugewandten Raumfla- 
che (33) mit der LED-Mittellinie (18) einen Winkel von 5 bis 45 
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Winkelgraden einschlieBt, wobei der Schnittpunkt zwischen der 
Verlangerung der Kontur (35) und der LED-Mittellinie (18) ober- 
halb der Chipebene (7) liegt. 



8. Vorrichtung zu dem Herstellungsverf ahren gemafl Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittverengung (30) durch 
ein - im Querschnitt durch die Lumineszenzdiode (10) gesehenes - 
sichel- oder kreisringstuckartiges Formelement (26, 28, 32) er- 

10 zeugt wird. 

9. Vorrichtung zu dem Herstellverf ahren gemafl Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass die der LED-Mittellinie (18) zuge- 

15 wandte Raumfiache (33) des Formelement s (32) ein Mantelteil der 
Auflenkontur (14) der Lumineszenzdiode (10) ist. 

10. Vorrichtung zu dem Herstellungsverf ahren gemaft Anspruch 2, 
20 dadurch gekennzeichnet, dass der Punkt der Oberkante (36) des 

Formelements (26, 28, 32), der der LED-Mittellinie (18) am 
nachsten kommt, auf oder unterhalb der Chipebene (7) liegt. 



5 
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